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一、课题来源与背景
       课题来源于企业自主研发项目。
       随着电子产品技术迅速发展，功能要求越来越多，以及向“轻薄短小”方面发展，三维立体安装要求也越来越多，而为了满足三维立体安装，刚挠结合PCB市场和技术发展迅速。然而，刚挠结合PCB制作过程使用刚性PCB用和挠性FPCB用这两种不同基材性能差别非常大，因此在制作刚挠结合PCB过程中，难度非常大，很多时候刚挠结合PCB合格率不太高，或者可靠性等综合性能不太好。此外，在静态安装应用领域，刚挠结合PCB中的FPCB的弯曲性能又出现功能过剩，因为动态弯曲安装领域应用中的刚挠结合PCB中的FPCB可以满足其弯曲要求的几万次、甚至几十万次；而在很多静态弯曲安装应用领域中对弯曲操作只要求几次或者几十次即可。因此，业界提出了将刚性覆铜板及其刚性PCB柔软化，即考虑用半挠性覆铜板来制作静态弯曲用的半挠性PCB，替代刚挠结合板。
二、技术原理及性能指标
       智慧安防用半挠性印制电路板是刚挠结合板的一种，是基于刚性多层板技术，使用常规刚性板材料制作，通过控深铣减薄挠性区域材料厚度至可弯曲的程度，不需使用价格高昂的聚酰亚胺类挠性材料，能降低材料及加工成本，提供更好的耐热性能、更稳定的电气性能，可实现局部弯曲，满足静态三维安装应用领域的性能要求。我司根据半挠性印制电路板全尺寸生产效率提升、半挠性平台揭盖制作方式等技术原理，开发出了全尺寸拼板自动化生产效率提升、半挠性平台控深铣、半挠性平台余厚控制、半挠性平台阻焊等关键制作技。开发的智慧安防用半挠性印制电路板半挠性平台余厚公差控制在0.05mm以内，平台单区域极差控制在0.06mm以下，1个循环（向前180度、向后180度弯曲1次）可弯折次数300次以上。
三、技术的创造性与先进性
    我司自主研发的“ 智慧安防用半挠性印制电路板”产品，该项目针对智慧安防用半挠性印制电路板产品的结构及可弯折的性能要求，开发了半挠性平台揭盖制作方式、余厚控制、阻焊制作等技术，形成了一整套制作智慧安防用半挠性印制电路板的生产工艺，开发的刚性印制电路板具有可弯折功能，解决了半挠性印制电路板生产效率低问题。该项目相关技术成果已经申请专利5件，其中已授权发明专利2件。评价委员会一致认为该项目成果整体技术达到国内领先水平。
四、技术的成熟程度，适用范围和安全性
    项目完全掌握了智慧安防用半挠性印制电路板产品开发过程中的关键技术，实现了产品的成果转化并批量生产，产品质量可靠，如期交付给客户使用，获得客户的一致肯定和好评。产品经第三方检测机构“中国赛宝实验室（工业和信息化部电子第五研究所）”检测，各项性能指标符合电路板IPC-6012E标准，性能安全可靠。
五、应用情况及存在的问题
    项目产品主要应用于智慧安防领域，为计算机、通信等行业提供元器件支撑和高质量的信号传输，随着5G通信，物联网，人工智能，边缘计算，云计算，虚拟现实等新技术的高速发展，以及CPU更新迭代，增加了服务器的需求，具有良好的应用前景；
    本产品目前尚处于市场化初期，需要进一步打开市场，扩大产品销售额；同时企业不断提高产品制作水平，提供产品性能，降低成本，提升产品竞争力。
六、历年获奖情况：无
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